
第23届中国国际投资贸易洽谈会

——“半导体产业突围与发展”专题研讨会
会议议程
会议时间：2023年9月7日，14:00-17:00

会议地点：厦门国际会展中心305会议室
主办单位：中国国际投资促进会

承办单位：中国国际投资促进会投资与创新专委会

协办单位：北京外国语大学跨国制裁与出口管制研究中心

北京市金杜律师事务所

          上海腾方投资管理有限公司

3、 会议议程

	主持人
	周诗颖

	第一部分 嘉宾致辞

	14:00-14:10
	刘作章 中国国际投资促进会常务副会长

	第二部分 专题研讨

	

	14:10-14:40
	演讲主题：集成电路设计的新技术与新方向

	
	汤锦基，安凯微电子股份有限公司副总经理，教授级高工

	14:40-15:10
	演讲主题：先进封装技术发展与挑战

	
	于大全，厦门云天半导体科技有限公司董事长、创始人，厦门大学特聘教授

	茶 歇

	15:20-15:50
	演讲主题：半导体芯片制造的新发展

	
	赵斌，粤芯半导体技术有限公司市场与战略产品副总裁，博士，广东省半导体及集成电路产业发展专家咨询委员

	15:50-16:10
	特别演讲：出口管制的焦点—芯片供应链的困境与合规应对

	
	刘新宇，北外跨国制裁与出口管制研究中心联席主任，金杜律师事务所跨境监管团队负责合伙人

	第三部分 圆桌论坛

	16:10-17:00
	研讨主题：芯片产业的发展、挑战与人才培养

	
	陈  忠：厦门大学微电子学院院长

赖海波：福建龙夏电子科技有限公司董事长

刘新宇：圆桌论坛主持人
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